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Abstract (en)
[origin: US4764227A] Contact materials based on AgSnO2 and having Bi203 and CuO as further metal oxide additives were previously disclosed.
In these materials the total content of all metal oxides was supposed to be between 10 and 25% by volume with the SnO2 share equal to or greater
than 70% by volume of the total amount of oxide. According to this invention the quantity of SnO2 is kept smaller than 70% by volume; specifically at
about 65%, but in any case equal to or greater than 50%. The SnO2 weight content is to be in the 4% to 8% range and the weight percentage ratio
of SnO2 to CuQ is to be between 8:1 and 12:1. In the associated production process, either Bi2O3 powder is purposely admixed to an internally
oxidized alloy powder (IOAP) in an additional operation, a grain restructuring with locally different Bi203 concentrations occurring in the structure
after sintering and compacting. Alternatively, higher bismuth percentages in the alloy powder can be worked with directly, which is again internally
oxidized to an IOAP. From these starting materials two-layer sintered contact elements with a solderable silver layer can be efficiently produced.

Abstract (de)
Es wurden bereits Kontaktwerkstoffe auf AgSnO2-Basis mit Bi203 und CuO als weitere Metalloxidzusatze vorgeschlagen. Dabei sollte
der Volumenanteil am Summenmetalloxid zwischen 10 und 25% mit einem SnO2-Volumenanteil >=70% der Gesamtoxidmenge betragen.
Es wird vorgeschlagen, den SnO2-Volumentanteil < 70% zu wahlen, und zwar speziell etwa bei 65%, auf jeden Fall >= 50%. Dabei soll
der SnO2-Massenanteil im Bereich zwischen 4% und 8% liegen und das Verhaltnis der Massenanteile in % von SnO2 zu CuO zwischen
8:1 und 12:1 betragen. Beim zugehdrigen Herstellungsverfahren wird entweder einem inneroxidierten Legierungspulver (IOLP) in einem
zusétzlichen Verfahrensschritt gezielt Bi203-Pulver hinzugemischt, wobei nach Sinterung und Verdichtung eine Umkoérnung im Geflige mit lokal
unterschiedlichen Bi203-Konzentrationen erfolgt. Es kann aber auch unmittelbar mit erhéhten Wismutanteilen im Legierungspulver gearbeitet
werden, das wiederum zu einem IOLP inneroxidiert wird. Aus diesen Ausgangsmaterialien lassen sich zweckmaBigerweise Zwei-Schichten-Sinter-
Kontaktstiicke mit einer I&tfahigen Silberschicht fertigen.
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